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éléments constituant le boitier.
Tel que représenté en coupe sur la figure 1, le
boitier selon I'invention comprend un substrat en

céramique 120 supportant en sa partie centrale

un composant électronique 130, un circuit muliti-
couches 110 destiné a assurer les liaisons électri-
ques entre le composant électronique et les
broches 2. Un capot 141 gui peut étre en cérami-
que garantit la protection du composant électro-
nique.

Selon une variante de ce boitier représenté
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le boitier seion l'invention et un nouveau procede
de réalisation est propose

Conformément a {invention, un compose
conducteur apte & former une encre sérigraphia-
ble pour réaliser les couches conductrices 10,
20.,... est constitué d’'une part de grains de cuivre
et d'autre part d'un liant vitreux. L'encre obtenue
a l'aide de ce composé admet une cuisson sous
atmosphére non oxydante, par exemple 'azote, a
une température inférieure & la température de
fusion du cuivre.

Un composé conducteur répondant a ces
conditions peut étre par exemple le composé
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de cuisson, de l'ordre de 550°C. Cette cuisson ce composant électronique. Ce dispositif radia-
devant étre effectuée sous atmosphére non oxy- 50  teur n'est pas represente sur les figures, comme
dante. Un composé isolant répondant a ces condi- ne faisant pas partie & proprement parier, de
tions peut étre par exempie le composé décrit rinvention.
dans la demande de brevet US-SN 745.734, équi- Le capot de protection du composant électroni-
valente & EP-A-167198, déposée le 18.06.85, date que peut étre formé d'une partie évidée 141
de publication 08.01.86. 55 comme il est représenté sur la figure 1, ou bien
Dans un exemple de réalisation, chaque couche . d'une entretoise 150 et d’'un couvercle 140,
de conducteurs est réalisée en une seule passe comme il est représenté sur la figure 2.
de sérigraphie et présente alors une épaisseur La fixation du capot 141 ou du couvercle 140,
d’environ 15pm apres cuisson. Chague couche . est en général la derniére opération de la réalisa-
isolante, séparant deux couches conductrices, 60  tion du boitier. Mais dans le cas ol le capot est en
est réalisée en deux passes, aveC une cuisson deux parties, l'entretoise 150 est fixée sur la
intermédiaire, et présente aprés la cuisson finale couche de protection 101 précisément a l'aide
une épaisseur d’environ 40 pm. d'une couche 33 identique & ou compatible avec
Tels que représentés sur la figure 3a, les trous 3 la couche 101, donc a basse température, environ

pratiqués dans le substrat 120 et destinés & 65 550°C. L'emploi d’'un capot en deux piéces n'est
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jperi pher YP&iJr 14 fisation l%bt%ﬁ&ﬁ dite des broches mn sous atmosphere d'azote. Ce type de scelle-
; sur le substrat préparé comme il a é1é décrit ment procure une trés bonne étanchéité du capot.
précédemment, trois méthodes sont proposées a 50 Le boitier réalisé par cette premiére méthode
titre d'exemple. Chacune de ces méthodes qui inclut la fixation des broches a la soudure
comprend 'étamage préalable des broches, par étain-plomb a 230° et la fixation du capot & la
exemple par galvanoplastie. colle époxy, ne peut étre reporté sur les cartes
Selon la premiére méthode, les broches sont imprimées que par !'intermédiaire du socle dit
soudées a 'aide de soudure étain-piomb (60/40) 55  «pin grid array socket ». En effet, une soudure
qui vient se placer dans la position notée 23 sur la directe sur les cartes imprimées nécessiterait un
figures 1, 2 ou 3b. Cette méthode comprend la second passage « 2 la vague », ¢'est-a-dire 52 10 .
mise en place des broches 2 préalablement éta- secondes a 240°C. Or cette température dépasse
mées dans ies trous 3 métallisés, leur maintien fa température de refusion de la soudure étain-
par un montage approprié non décrit, car ne 60 plomb qui est de 183°C. La soudure des broches
faisant pas partie de I'invention, et leur fixation sffectuée selon cette premiére méthode ne résis-
par la soudure. Cette fixation peut étre faite par terait donc pas a la soudure sur les cartes
exemple « au tremper » dans un bain de la sou- imprimées.
dure étain-plomb citée, & 230°C pendant 5 & 8 C'est pourquoi la présente invention propose

secondes, a |'aide d'un flux non activé. Une autre = 65 une seconde et une troisiéme méthode de fixation
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masse par refusion d'un eutectique or- n l'une des reven nsta 3
silicium a 420-450°C. Les fils d’or sont fixés par la caracténse en ce que le composant électronique
méthode décrite précédemment puis le capot est 50  est fixé sur un plan de masse en cuivre réalisé sur
enfin assujetti par une soudure or-gtain a 350°C, la méme face du substrat que le circuit multicou-
ce qui procure un scellement absolument hermé- ches, par sérigraphie a {'aide d'une encre conduc-
tique, de qualité encore supérieure a celle qui est trice au cuivre identique &, ou compatible avec,
obtenue par I'une des deux premiéres méthodes. Iencre conductrice du circuit muiticouches.

Ces différentes méthodes de fabrication du 55 5. Boitier selon l'une des revendications 1 & 4,
boitier selon I'invention ont été citées a titre caractérisé en ce que lalliage métallique de
d'exemples non limitatifs, mais d’autres méthodes fixation des broches est 'étain-plomb.
peuvent étre imaginées sans pour autant sortir du 6. Boitier selon l'une des revendications 1 & 4,
cadre de la présente invention tel que défini par caractérisé en ce que l'alliage métallique de
les revendications ci-aprés annexées. 60- fixation des -broches est [I'étain-plomb-argent

inclus dans un composé sérigraphiable.
_ 7. Boitier selon |'une des revendications 5 ou 6,
Revendications dans la mesure ou ces derniéres dépendent de la
. revendication 4, caractérisé en ce que la fixation
1. Boitier pour composant électronique, 65 du composant électronique est faite a l'aide de
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central p&eibn odtte troisidinfe, rAI@UE dERxation des caractgrisé en ce que les broches sont gy fegg
838 broches, ie composant électronique est fixé sur le nickel-cobalt, étamées en surface.
plan de masse par refusion d'un eutectique or- 4, Boitier selon I'une des revendications 1 a4 3,
silicium a 420-450°C. Les fils d’or sont fixés par la caractérisé en ce gue le composant électronique
méthode décrite précédemment puis le capot est 50  est fixé sur un plan de masse en cuivre réalisé sur
enfin assujetti par une soudure or-étain a 350°C, la méme face du substrat que le circuit multicou-
ce qui procure un scellement absolument hermé- ches, par sérigraphie a I’aide d'une encre conduc-
tique, de qualité encore supérieure a celle qui est trice au cuivre identique a, ou compatible avec,
obtenue par l'une des deux premiéres méthodes. I'encre conductrice du circuit multicouches.
Ces différentes méthodes de fabrication du 55 5. Boitier selon l'une des revendications 1 a 4,
boitier selon l'invention ont été citées a titre caractérisé en ce que lalliage métallique de
d'exemples non limitatits, mais d'autres méthodes fixation des broches est I'étain-plomb.
peuvent étre imaginées sans pour autant sortir du 6. Boitier selon I'une des revendications 1 a 4,
cadre de la présente invention tel que défini par caractérisé en ce que lalliage métallique de
les revendications ci-aprés annexées. 60  fixation des broches est [I'étain-plomb-argent

inclus dans un composé sérigraphiable.
7. Boitier selon 'une des revendications 5 ou 6.
Revendications dans la mesure ol ces derniéres dépendent de la
. revendication 4, caractérisé en ce que la fixation
1. Boitier pour composant électronique, 65  du composant électronique est faite 2 'aide de
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d’'un matériau vitrocristallin, a cuire sous atmos- i) élimination du vernis de protection,

phére neutre & une température inférieure a la . ) mise en place et fixation du composant
température de fusion du cuivre, et ces opérations électronique sur la plage réservée sur le substrat,
comprenant le dépét, au niveau du débouché des k) céblage de fils métalliques souples entre
trous, d’'une quantité de l'encre conductrice, la 55 les bornes du composant électronique et les
ditfusion de cette encre dans les trous, par extrémités laissées libres des conducteurs ‘du
exemple par aspuratton ‘et la cuisson des couches circuit multicouches, . '

ainsi réalisées, 1) fixation du capot de protectlon du compo-

d) dépét d'une premlere couche conductrice, sant électronique.

selon une configuration prévue pour former des 60 16. Procédé de réalisation selon la revendica-
conducteurs destinés a assurer la liaison entre - tion 15, d’un boitier conforme & la revendication
une partie des bornes du composant électronique 2, caractérisé en ce que le substrat est formé en
et une partie des broches, en laissant libre la alumine.

plage prévue pour recevoir le composant électro- 17. Procédé de réalisation selon l'une des

nique, ce dépdt étant réalisé par sérigraphie & 65  revendications 15 ou 16, d'un boitier conforme a
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is stored. 25 . For actually fixing the pins on the prepared
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good seald¢ ngtegﬁon du composant étant formé de deux 50  mant une épaisseur totale d'environ 40 um.
piéces, une entretoise et un couvercie, I'entretoise :
est fixée sur la couche protectrice du circuit

muiticouches a I'aide de la méme encre gui forme Claims
cette couche protectrice et avant 'opération de :
protection des zones métalliques par un vernis, et 55 1. A housing for an electronic device including
le couvercie est fixé sur |'entretoise en derniére a ceramic substrate on which a multilayer circuit
opération de réalisation du boitier, a l'aide de is deposited by screen-printing using materials
colle époxy, polymérisée & 150 °C sous atmos- which are aiternately conductors and insulators,
phére neutre. which circuit serves to bring about the connection
24. Procédé de réalisation selon l'une des 60 between the terminals of the said electronic
revendications 15 & 18 d’un boitier conforme a la device which is secured to the substrate and the
revendication 10, caractérisé en ce que la fixation mounting pins of the housing, which are provided
des broches est faite a I'aide de I'alliage argent- in metallized holes in the substrate, which holes
cuivre-nickel, des préformes circulaires consti- are provided on each side of the substrate with

tuées de cet alliage étant insérées entre latétede 65  conducting rings. the metallization of the holes
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5 the cap is.obtained. The housing obtained by this first method which

i nel udes the fixation of the pins using a tin/lead solder at a tenperature
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L ousmg as clalme in any one o{ for mterconne ing part of the terminais of the

Clalms 1 to 4, characterized in that the metal alloy
used for fixing the pins is tin/lead/silver contained

electronic device to part of the pins, leaving free
the area for accommodating the electronic device,

in a screen-printable compound. 55  the said deposition being carried out by screen-'
7. A housing as claimed in any one of the printing using a conducting ink comprising cop-

Claims 5 or 6, in so far as these Claims depend per, which ink is identical to, or compatible with,

upon Claim 4, characterized in that the mounting the ink used for metallising the holes and the

of the electronic device is carried out using a rings, and firing the said layer,

conducting silver adhesive. 60 e) depositing an insulating layer accordlng to

8. A housing as claimed in any one of the
Claims 5 to 7, characterized in that the protective
cap of the electronic device is formed from a
single piece and in that it is fitted using an epoxy

. adhesive.

65

such a pattern. that the preceding conducting
layer is insulated from the next conducting layer,
thereby leaving free the area for accommodating
the electronic device as well as the conducting
rings and the ends of the conductors which are
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device. 24. A manufacturing method, as claimed in any
16. A manufacturmg method as claimed in one of the Claims 15 to 18, of a housing in
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'copper mounting area on which the electronic . 65  silicon eutectic at a temperature ranging from 420
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schlagen ist, die im Siebdruckverfahren herge- dadurch gekennzeichnet, dass die Metalllegie-
stellt ist und zwar mit Hilfe eines abwechseind 50 rung zum Befestigen der Stifte Zinn-Blei ist.
leitenden und isolierenden Materials zur Verbin- 8. Gehause nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dung zwischen den Anschiussstellen des elektro- - dadurch gekennzeichnet, dass die Metalllegie-
nischen Bauelementes, das auf dem Substrat rung zum Befestigen der Stifte Zinn-Blei-Silber
befestigt ist und den Befestigungsstiften des ist, das sich in einer Siebdruckverbindung befin-
Gehéduses, die in dem Substrat in metallisierten 55  det. :

Léchern mit leitenden Kragen vorgesehen sind 7. Gehause nach einem der Anspriiche 5 oder
und zwar an jeder Seite des Substrats, wobei die 6. insofern diese letzteren von Anspruch 4 abhén-
Metallisierung der Ldcher und der Kragen im " gig sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Befe-
Siebdruckverfahren mit Hilfe eines leitenden Ma- _ stigung des elektronischen Bauelementes mit
terials verwirklicht worden ist, wobei dieses Mate- 60  Hilfe eines leitenden Silberkiebers erfoigt.

rial mit dem leitenden Material, das die Mehr- 8. Gehause nach einem der Anspriiche 5 bis 7,
schichtschaltungsanordnung bildet, vereinigbar dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzkappe
ist, dadurch gekennzeichnet, dass das leitende des elektronischen Bauelementes aus nur einem
Material eine Siebdruckverbindung ist, die durch Teil besteht und dass die Befestigung derselben
mindestens Kupfer und einer Glaskeramik gebil- 65  mit Hilfe eines Epoxyklebers erfolgt.
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Bilden von Leitern vorgesehen ist, die fir die ist als die oder der Grdssenordnung ist der

: Verbindung zwischen einem Teil der Anschllsse Brenntemperatur der Schaltungsschichten,

; des elektronischen Bauelementes und einem Teil i) das Entfernen des Schutzlackes,

: der Stifte sorgen missen, wobei die Flache, die ' j) das an seinen Platz bringen sowie Befesti-

: zum Erhalten des elektronischen Bauelementes 65  gen des elektronischen Bauelementes auf der auf
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21. Verfahren nach einem der Anspriche 19
oder 20 insofern abhéngig vom Anspruch 18 zum
Herstelien eines Gehduses nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische
Bauelement mit Hilfe eines leitenden Silberkle-
bers und durch Erhitzung in neutraler Atmo-
sphére auf der Massenflache befestigt wird.

22. Verfahren nach einem der Anspriche 18
bis 21 zum Herstellen eines Gehéuses nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass weil die
Schutzkappe des Bauelermentes aus nur einem
Teil besteht, diese Kappe mit Epoxykleber befe-
stigt ist, der bei 150°C in neutraler Atmosphére
polymerisiert ist.

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 18

14

die Locher des Gehéuses eingefiihrt und
darin ‘befestigt sind und zwar derart, dass die
Enden auf derjenigen Seite des Substrats sichtbar
sind, auf der die Mehrschichtschaltung vorhan-
den ist. .

29. Verfahren nach einem der Anspriiche 15
bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Brenn-
temperatur der isolierenden Schutzschicht der
Mehrschichtschaltung in der Grdssenordnung
von 550°C liegt und dass die Brenntemperatur
der weiteren leitenden und isolierenden Schich-
ten in der Grossenordnung von 850°C liegt.

30. Verfahren nach einem der Anspriiche 15
bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die zum
Verwirklichen der jeweiligen verfahrensschritte
verwendete neutrale Atmosphére Stickstoff ist.
31. Verfahren nach einem der Anspriiche 15
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a silver/copper/nickel alloy, round preforms nmade of the said alloy being
i.nsert.ed between the head of the pino188838 face of the saibstrate which
supports the head, and the sol dering process being carried out at a
t efrper at wises0r @adurcy igei@nhizéionnet 384satia’ leitero 795[ @rerUperiablrudder zwei isolirenden Schichten
manuf act it Hide eiesr Hritenden Schishtimiteséher Bick®l ai m 24rhaltenowirdf die eine Gesamiflighe Mefsetyh 40
G m 18, OheWa ThHR, B .tel'"rh;weé?f‘lgﬁng deaifee wi th O MR, characterized in that
it hesdevi Ce s PR (Y511 E;" cd%hle&- sulr‘flcog eutectic at a tenperature ran-
ging from420 to 450[err]. 15 26. A manuf acturing nmethod, as clai ned
in CQaim24 or 25, of a housing in accordance with Caim12, charac-
iterized in that the protective cap of the device is in one piece and is
fitted on the protecting |ayer of the rru}ti- | ayer circuit by neans of a
gold/tin alloy at a tenperature 0 20 O 450 Cc. 27. A manuf acturi ng
met hod, as clainmed in any one of the Clains 15 to 26, of a housing in
accordance wth Caim 13, characterized in that the flexible wires for
connecting the termnals of the electronic device to the ends of the 25
conductors are made of gold and in that Phey are fixed by an ultrasonic
connecting nethod, with or without the use of heat. 28. A
manuf acturing nmethod, as clainmed in any one of the Clains 15 to 27, of a
housi ng i n accordance with 30 Cl aim 14, characterized in that the pins are
introduced and fixed in the holes of the®housing in such a way that the
tips project fromthe side of the substrate which carries the nultilayer
ci-”r'}:uit. 29. A manufacturing nmethod as clainmed in any one of 35 the
aims 15 to 28, characterized in that the firing tenperature of the
i nsul ating protective layer of the nultidgayer circuit is of the order of .
550[err] and that the firing tenperature of the other insulating conducting
PHF. 84618 EP 24 : 0O 188 838 layers is of the
order of 850[err]. 30. A manufacturing nmethod as clained in any one
of the Cainms 15 to 29, characterized inggthat the neutral atnosphere used
to carry out the various stages of the 5 nmethod i.s a nitrogen atnosphere.
31. A*manufacturing nmethod as clainmed in any one of the Cains 15 to
30, characterized in that the conduc- tors are obtai ned by neans of a
conducting | ayer of approxi- mately 15/ and in that the insulation
bet ween conduc- 10 ting layers is obtained by superposing two insulating
| ayers having a total thickness of approximately 40 um 15 20 25 30 35
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